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(54) 발명의 명칭 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조

(57) 요 약

본 발명에 의한 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조는, OLED패널을 지지하는 모듈커버;

상기 OLED패널과 상기 모듈커버 사이에 개재되어 상기 OLED패널과 부분적으로 접촉되어 상기 OLED패널을 방열시

키는 이너플레이트; 및 상기 모듈커버의 판면에 균일하게 배치되되 상기 모듈커버와 상기 이너플레이트를 톡스

접합방식으로 접합시키는 톡스접합부를 포함할 수 있다.

본 발명에 의한 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조는, 대형 평판으로 마련되는 이너플레

이트에 이너보강판부를 톡스접합시켜 두께방향으로의 휨 강도나 외력 저항성이 확보될 수 있으며 이너보강판부와

모듈커버 간 버링결합부를 통해 모듈커버, 이너보강판부 및 이너플레이트가 3중결합될 수 있어 이너플레이트의

구조적 강성이 향상될 수 있다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

OLED패널(1)을 수용하는 모듈커버(100);

상기  OLED패널(1)과  상기  모듈커버(100)  사이에  마련되어  상기  OLED패널(1)을  접촉  지지하는  이너플레이트

(200); 및

상기 이너플레이트(200)와 상기 모듈커버(100) 사이에 개재되되 상기 이너플레이트(200)와는 접합부(401)를 통

해 접합되고, 상기 모듈커버(100)와는 버링결합부(420)를 통해 결합되어 상기 이너플레이트(200)를 보강하는 이

너보강판부(400)를 포함하며,

상기 버링결합부(420)는,

상기 모듈커버(100)에 마련되며, 상기 모듈커버(100)에서 상기 OLED패널(1) 측으로 천공되는 천공홀(101)에 의

해 형성되는 내측절곡부(421); 및

상기 내측절곡부(421)의 단부에서 상기 모듈커버(100)의 판면과 나란하게 절곡되는 결합구간(422)을 포함하며,

상기 천공홀(101)이 위치하는 위치의 바로 상부의 상기 이너플레이트(200)에는 상기 천공홀(101)의 사이즈보다

상대적으로 크게 형성되는 관통홀(201)이 형성되며,

상기 천공홀(101)은 상기 모듈커버(100)의 내측함몰부(100a)에 형성되는 것을 특징으로 하는 유기발광소자 패널

파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조. 

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 이너보강판부(400)와 상기 모듈커버(100) 사이에 테이프부재 또는 접착시트가 개재되는 것을 특징으로 하

는 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조. 

청구항 3 

삭제

청구항 4 

삭제

청구항 5 

제1항에 있어서,

상기 이너플레이트(200) 및 이너보강판부(400)는 EGI, PCM, ACM, GCM, 코로게이트 또는 알루미늄, GI, STS 또

는 2개 이상의 금속 접합된 클래드 소재 중 선택된 어느 하나의 재질로 제작되는 것을 특징으로 하는 유기발광

소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조.

청구항 6 

제1항에 있어서,

상기 이너보강판부(400)에는 에지 구역 상에 마련되어 상기 이너플레이트(200)의 구조적 강도가 보강되는 에지

벤딩부(430)가 마련되는 것을 특징으로 하는 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조.

발명의 설명
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기 술 분 야

본 발명은 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 이너플[0001]

레이트에 추가로 보강되는 이너보강판부가 접합되어 패널하우징조립체의 구조적 강성을 확보할 수 있는 유기발

광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조에 관한 것이다.

배 경 기 술

유기발광소자(organic light emitting diode : OLED)는 정공주입전극과 유기발광층 및 전자주입전극으로 구성되[0002]

며, 유기발광층 내부에 전자와 정공이 결합하여 생성된 여기자(exciton)가 여기 상태로부터 기저 상태로 떨어질

때 발생하는 에너지에 의해 발광이 이루어진다.

이러한 원리로 OLED는 자발광 특성을 가지며, 액정표시장치와 달리 별도의 광원을 필요로 하지 않으므로 두께와[0003]

무게를 줄일 수 있다. 또한, OLED는 낮은 소비 전력, 높은 휘도 및 높은 반응 속도 등의 고품위 특성을 나타내

므로 휴대용 전자 기기의 차세대 표시장치로 여겨지고 있다.

일반적으로 OLED는 내부에 유기발광층들을 포함하는 OLED패널과, OLED패널과 결합되어 OLED패널을 지지하는 백[0004]

플레이트를 포함한 패널하우징조립체로 구성된다.

도 1은 종래 유기발광소자의 패널하우징조립체의 분해 사시도이다.[0005]

도 1을 참조하면 종래 패널하우징조립체는 OLED패널(1)과, 미디엄층으로 크게 OLED패널의 후면에 결합되어 방열[0006]

기능을 하는 방열부재(2)와, 상기 방열부재(2) 후면에 순차적으로 결합되는 이너플레이트(3), 모듈커버(4)가 결

합되고, 이너플레이트(3)와 모듈커버(4)와의 결합강도를 보다 증대하기 위해 이들 간에는 메쉬구조를 가지는 하

니컴플레이트(5)가 개재되며, 아울러 상기 OLED패널(1)과 이너플레이트(3) 간 및 방열부재(2)와 이너플레이트

(3) 간에는 양면테이프(6) 등의 접착부재를 통해 결합될 수 있다.

최근 들어, 방열부재 또는 하니컴플레이트 등을 포함한 미디어층을 일부 삭제하는 등의 패널하우징조립체의 초[0007]

박형 구조로 기술개발이 되다보니, 이로 인한 패널하우징조립체의 전체적인 강성저하 문제와 및 OLED패널의 파

손방지 기술이 핫이슈가 되고 있다.

그러나, OLED패널이 시간이 갈수록 대형화되고 있는 상황에서 OLED패널을 지지하는 이너플레이트의 사이즈 또한[0008]

대면적화될 수 밖에 없고 이에 따라 이너플레이트의 두께방향으로의 휨이나 외력에는 취약성이 증대될 수 밖에

없으며 이로 인한 OLED패널의 파손현상이 가중되는 문제점이 있다.

또한, 종래 미디어층과 모듈커버 간의 접합 방식도 단지 접착부재만으로 접합되어 이너플레이트의 구조적 강성[0009]

이 충분히 확보되지 못하는 문제점이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 대형 평판으로 마련되는 이너플레이트에 이너[0010]

보강판부를 톡스접합시켜 두께방향으로의 휨 강도나 외력 저항성이 확보될 수 있으며 이너보강판부와 모듈커버

간 버링결합부를 통해 모듈커버, 이너보강판부 및 이너플레이트가 3중결합될 수 있어 이너플레이트의 구조적 강

성이 향상될 수 있는 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조를 제공한다.

과제의 해결 수단

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 의한 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조[0011]

는, OLED패널을 수용하는 모듈커버; 상기 OLED패널과 상기 모듈커버 사이에 마련되어 상기 OLED패널을 접촉 지

지하는 이너플레이트; 및 상기 이너플레이트와 상기 모듈커버 사이에 개재되되 상기 이너플레이트와 톡스접합부

를 통해 접합되고, 상기 이너플레이트와 상기 모듈커버 간에 버링결합부를 통해 결합되어 상기 이너플레이트를

보강하는 이너보강판부를 포함할 수 있다.

상기 이너보강판부와 상기 모듈커버 사이에 테이프부재 또는 접착시트가 개재될 수 있다.[0012]

상기 버링결합부는, 상기 모듈커버에 마련되며, 상기 모듈커버에서 상기 OLED패널 측으로 천공되는 천공홀에 의[0013]

해 형성되는 내측절곡부; 및 상기 내측절곡부의 단부에서 상기 모듈커버의 판면과 나란하게 절곡되는 접합구간
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을 포함할 수 있다.

상기 천공홀이 위치하는 위치의 바로 상부의 상기 이너플레이트에는 상기 천공홀의 사이즈보다 상대적으로 크게[0014]

형성되는 관통홀이 형성되며, 상기 천공홀(101)은 상기 모듈커버(100)의 내측함몰부(100a)에 형성될 수 있다.

상기 이너플레이트 및 이너보강판부는 EGI, PCM, ACM, GCM, 코로게이트 또는 알루미늄, GI. STS 또는 2개 이상[0015]

의 금속 접합된 클래드 소재 중 선택된 어느 하나의 재질로 제작될 수 있다.

상기 이너보강판부에는 에지 구역 상에 마련되어 상기 이너플레이트의 구조적 강도가 보강되는 에지벤딩부가 마[0016]

련될 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 의한 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조는, 대형 평판으로 마련되는 이너플[0017]

레이트에 이너보강판부를 톡스접합시켜 두께방향으로의 휨 강도나 외력 저항성이 확보될 수 있으며 이너보강판

부와 모듈커버 간 버링결합부를 통해 모듈커버, 이너보강판부 및 이너플레이트가 3중결합될 수 있어 이너플레이

트의 구조적 강성이 향상될 수 있다.

또한, 본 발명에 의한 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조는, 이너플레이트와 모듈커버[0018]

가 직접적으로 결합되는 구조가 아닌, 모듈커버가 이너보강판부를 통해 간접적으로 결합될 수 있어 모듈커버의

외면에 접합 자국이 최소화 및 제품 디자인이 우수할 수 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 일반적인 OLED패널과 패널하우징 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.[0019]

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 패널하우징조립체의 정면도와 측면도이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 패널하우징조립체에서 이너플레이트를 제

거한 상태의 정면도이다.

도 4는 도 2의 A-A라인을 따라 절개된 상태의 부분 단면도이다.

도 5는 도 2의 B-B라인을 따라 절개된 상태의 부분 단면도이다.

도 6은 도 2의 C 구역의 부분 확대도이다.

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 유기발광소자 패널 파손방지를 위한패널하우징조립체의 에지부분의 여러 실시

예의 부분 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 의한 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조의 일[0020]

실시예를 상세히 설명한다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 패널하우징조립체의 정면도와 측면도이고,[0021]

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 패널하우징조립체에서 이너플레이트를 제

거한 상태의 정면도이고, 도 4는 도 2의 A-A라인을 따라 절개된 상태의 부분 단면도이고, 도 5는 도 2의 B-B라

인을 따라 절개된 상태의 부분 단면도이며, 도 6은 도 2의 C 구역의 확대도이며, 도 7은 본 발명의 실시예에 따

른 유기발광소자 패널 파손방지를 위한패널하우징조립체의 에지부분의 여러 실시예의 부분 단면도이다.

본 발명의 실시예에 따른 유기발광소자 패널 파손방지를 위한 이너플레이트 보강구조는 도 2 내지 도 7에 도시[0022]

된 바와 같이, OLED패널(1, 도 1 참조)을 수용하는 모듈커버(100); 상기 OLED패널(1)과 상기 모듈커버(100) 사

이에 마련되어 상기 OLED패널(1)을 접촉 지지하는 이너플레이트(200); 및 상기 이너플레이트(200)와 상기 모듈

커버(100) 사이에 개재되되 상기 이너플레이트(200)와 접합부(401)를 통해 접합되고, 상기 이너플레이트(200)와

상기 모듈커버(100)  간에 버링결합부(420)를 통해 결합되어 상기 이너플레이트(200)를 보강하는 이너보강판부

(400)를 포함할 수 있다.

상기 모듈커버(100)는 도 2 및 도 4에 주로 도시된 바와 같이, OLED패널(1)의 저면부 형상에 대응되게 마련되어[0023]

OLED패널(1)을 수용할 수 있다. 모듈커버(100)의 저판부(110)는 실질적으로 OLED패널(1)과 결합될 수 있다.
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모듈커버(100)의 저판부에는 각종 전자소자 내지 부품소자가 결합될 수 있으며, 모듈커버(100)의 단부에는 절곡[0024]

되게 마련되는 절곡마감부(102)가 마련될 수 있다. 한편, 도 7의 (a)에서와 같은 내측으로 절곡 형성되는 절곡

마감부(102)  외에,  (b)와  (c)에서와  같이  외측으로  절곡  형성되거나  다단  절곡  형성되는  절곡마감부(102a,

102b)가 형성될 수도 있다.

이러한 모듈커버(100)는 EGI PCM, AL PCM, GI PCM, ACM, GCM, STS　ALCOST, GL, 기타 등으로 제조될 수 있다.[0025]

모듈커버(100)와 OLED패널(1) 사이에는 주로 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이, 이너플레이트(200)이 마련될 수[0026]

있다. 이너플레이트(200)는 실질적으로 OLED패널(1)을 접촉 지지하며 OLED패널(1)의 파손을 방지하는 역할을 한

다.

이너플레이트(200)의 판면 사이즈는 도 2에 주로 도시된 것처럼 모듈커버(100)의 판면 전체를 커버하도록 마련[0027]

되며, OLED패널(1)의 판면 사이즈에 실질적으로 동일하게 마련될 수 있다.

이러한 이너플레이트(200)은 EGI, PCM, ACM, GCM, 코로게이트 또는 알루미늄, GI. STS 또는 2개 이상의 금속 접[0028]

합된 클래드 소재 중 선택된 어느 하나의 재질로 제작될 수 있다.

한편,  패널하우징조립체의 초박형 구조와 OLED패널(1)의 대형화로 기술개발이 되고 있는 실정에서, OLED패널[0029]

(1)을 지지하는 이너플레이트(200)의 사이즈 또한 대면적화될 수 밖에 없고 이에 따라 이너플레이트(200)의 두

께방향의 휨이나 외력에 취약성이 증대될 수 밖에 없으며 이로 인한 OLED패널(1)의 파손현상이 가중되는 문제점

이 있었다.

이에, 본 실시예에서는 이너플레이트(200)와 모듈커버(100) 사이에 이너보강판부(400)가 마련될 수 있다. 이너[0030]

보강판부(400)는  주로 도 3  및  도  4를  참조하면,  상기 이너플레이트(200)와 접합부(401)를 통해 접합될 수

있다.

본 실시예에서는 이너플레이트(200)와 이너보강판부(400)  간의 접합부(401)의 접합 방식으로 톡스 접합방식이[0031]

적용될 수 있다. 톡스 접합방식의 접합부(401)는 이너플레이트(200)의 저면에 이너보강판부(400)를 맞붙이고 소

성변형될 수 있게 하여 이른바 2중 층상 구조로 마련될 수 있다. 

이에 따라 이너플레이트(200) 자체의 평탄, 휨 문제가 해결될 수 있으며 이너플레이트(200)과 모듈커버(100)가[0032]

일체화됨으로써  구조적  강성이  증대되어  이너플레이트(200)의  두께방향의  휨이나  외력  저항성이  증대될  수

있다.

이밖에, 기존 본딩재 등을 이용한 본딩 공정이 생략됨으로써, 공수 및 제조비용이 축소되어 제품의 제작단가가[0033]

절감될 수 있으며, 또한, 톡스 접합 시 이너플레이트(200) 기저 소재층뿐 아니라 도금층도 함께 소성변형되므로

방부식이 탁월할 수 있으며, 버어나 칩 등이 발생되지 않아 부식면에서 유리할 수 있다.

이러한 이너보강판부(400)의 판면에는 힘살부(410)가 마련되어 OLED패널(1)의 하중 및 휨 저항성이 향상될 수[0034]

있으며, 힘살부(410) 이외에도 가로줄 비드나 다양한 형태로의 돌출 및 오목구간이 마련되어 판면의 강도 보강

이 가능할 수 있다.

또한, 상기 이너보강판부(400)에는 에지 구역 상에 마련되어 상기 이너플레이트(200)의 구조적 강도가 보강되는[0035]

에지벤딩부(430)가 마련될 수 있다. 에지벤딩부(430)는 Z벤딩 공법으로 제작될 수 있으며 다단 절곡되어 이너보

강판부(400)의 에지 구역은 이너플레이트(200)의 저면과 실질적으로 접촉될 수 있다.

이러한 이너보강판부(400)는 이너플레이트(200)의 재질과 실질적으로 동일할 수 있으며, EGI, PCM, ACM, GCM,[0036]

코로게이트 또는 알루미늄, GI. STS 또는 2개 이상의 금속 접합된 클래드 소재 중 선택된 어느 하나의 재질로

제작될 수 있다.

한편, 이너플레이트(200)와 이너보강판부(400) 간의 접합부(401)의 접합 방식으로 톡스 접합방식 외에, 버링 또[0037]

는 엠보로 방식을 이용한 코킹 접합방식이 채용될 수도 있으며 이밖에 다중 층상 구조의 금속 판재를 접합하는

다른 접합 방식도 가능할 수 있음은 물론이다.

상기 이너보강판부(400)와 상기 모듈커버(100) 사이에는 도면에 도시되지 않았지만, 테이프부재 또는 접착시트[0038]

가 개재되어 이너보강판부(400)와 모듈커버(100)가 상호 결합될 수 있다.

그러나, 이너보강판부(400)가 이너플레이트(200)와 모듈커버(100) 사이에 추가로 개재되는 부재이므로, 이너플[0039]

레이트(200)와 모듈커버(100) 간의 결합력이 종래대비 향상될 필요가 있다.
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이에 본 실시예에서는 이너보강판부(400)와 모듈커버(100) 간에 버링결합부(420)가 마련될 수 있다. 버링결합부[0040]

(420)는 주로 도 5 및 도 6을 참조하면, 상기 모듈커버(100)에 마련되며, 상기 모듈커버(100)에서 상기 OLED패

널(1) 측으로 천공되는 천공홀(101)에 의해 형성되는 내측절곡부(421); 및 상기 내측절곡부(421)의 단부에서 상

기 모듈커버(100)의 판면과 나란하게 절곡되는 결합구간(422)을 포함할 수 있다.

모듈커버(100)는 천공의 방향성으로 인해 즉, 모듈커버(100)의 저면으로부터 OLED패널(1)이 결합되는 측으로 천[0041]

공되도록 함으로써 천공홀(101)이 형성될 수 있으며, 천공홀(101)의 가장자리에는 내측절곡부(421)가 마련될 수

있다. 이때, 천공홀(101)은 모듈커버(100)의 내측함몰부(100a)의 중앙부에 형성될 수 있다. 내측함몰부(100a)는

포밍 형상가공을 통해 마련될 수 있다.

또한, 이너보강판부(400)에도 모듈커버(100)의 천공홀(101)과 사이즈의 홀이 형성될 수 있다.[0042]

내측절곡부(421)의 에지 구간은 결합구간(422)으로 마련될 수 있다. 즉, 모듈커버(100)와 이너보강판부(400)가[0043]

상호 밀착하여 결합한 다음, 측절곡부의 단부에서 상기 모듈커버(100)의 판면과 나란하게 절곡되게 하여 결합구

간(422)이 형성됨으로써, 모듈커버(100)와 이너보강판부(400)가 충분히 견고하게 결합될 수 있다.

상기 천공홀(101)이 위치하는 위치의 바로 상부의 상기 이너플레이트(200)에는 이러한 결합구간(422)을 가공 성[0044]

형하기 위해, 상기 천공홀(101)의 사이즈보다 상대적으로 크게 형성되는 관통홀(201)이 형성될 수 있다.

이와 같이, 이너보강판부(400)와 모듈커버(100) 간 버링결합부(420)를 통해 모듈커버(100), 이너보강판부(400)[0045]

가 상호 결합되어 일체화되고 이너플레이트(200)와 이너보강판부(400) 간의 접합력과 상호작용되어, 전체적으로

는 모듈커버(100), 이너보강판부(400) 및 이너플레이트(200)가 3중 결합될 수 있어 이너플레이트(200)의 구조적

강성이 향상될 수 있다.

또한, 이너플레이트(200)와 모듈커버(100)가 직접적으로 결합되는 구조가 아닌, 모듈커버(100)가 이너보강판부[0046]

(400)를 통해 간접적으로 결합될 수 있어 모듈커버(100)의 외면에 접합 자국이 최소화되고 제품 디자인이 우수

할 수 있다. 

이상, 본 발명을 바람직한 실시 예를 사용하여 상세히 설명하였으나, 본 발명의 범위는 특정 실시 예에 한정되[0047]

는 것은 아니며, 첨부된 특허청구범위에 의하여 해석되어야 할 것이다. 또한, 이 기술분야에서 통상의 지식을

습득한 자라면, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않으면서도 많은 수정과 변형이 가능함을 이해하여야 할 것이다.

부호의 설명

1 : OLED패널 2 : 방열부재[0048]

3 : 이너플레이트 4 : 아우터플레이트

5 : 하니컴플레이트

100 : 모듈커버 100a : 내측함몰부

101 : 천공홀 102, 102a, 102b : 절곡마감부

200 : 이너플레이트 201 : 관통홀

400 : 이너보강판부 401 : 접합부

410 : 힘살부 420 : 버링결합부

421 : 내측절곡부 422 : 결합구간
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도면7

【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】청구범위

【보정세부항목】제5항, 3째줄

【변경전】

GI. STS

【변경후】

GI, STS
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摘要(译)

内板加强结构技术领域本发明涉及一种用于防止有机发光二极管
（OLED）板破裂的内板加强结构。 根据本发明，内板加强结构包括：
用于支撑OLED面板的模块盖； 内板，其插在有机发光二极管面板和模
块盖之间，并且部分地与有机发光二极管面板接触以消散有机发光二极
管面板的热量； TOX结合部分均匀地设置在模块盖的板表面上，以通过
TOX结合方法使模块盖和内板结合。 根据本发明，用于防止OLED面板
破裂的内板加强结构通过将内加强板部分结合到由大平板制成的内板
上，可以确保抵抗厚度方向上的外力或挠曲强度。 通过TOX连接，通过
内板加强板部分和模块盖之间的翻边连接部分使模块盖，内板加强板部
分和内板三层结合，从而提高了结构的刚度 内板。
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